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一、 前言

隨著資通訊產業 技術逐年精

進，消費性3 C電子產品功能日漸完

善，對使用者而言，各家廠商產品

功能差異性不大，消費者除了價

格、售後服務等實際考量外，在個

人化風潮下，產品外觀也逐漸納為

購買的主要考慮因素之一。有鑑於

此，消費性3 C電子產品製造商莫不

致力於提升產品外觀時尚感、流行

度等吸引消費者目光，以期進一步

採購產品，也因此，資通訊產品機

殼的表面裝飾技術發展日益蓬勃。

目前消費性3 C電子產品機殼最

廣泛運用的兩大類材料即為工程塑

膠和輕金屬，兩者均可提供產品內

部電子零件的結構支撐，也致力於

表現出產品的設計美感。此外，兩

種材質各具其優勢，以塑膠材質而

言，具有優良的成型性，且價格便

宜，而輕金屬則具有優異的剛性與

強度，抗電磁波且散熱性佳。國內

主要的塑膠機殼製造廠商包括首

利、晟銘和英誌等，鋁鎂合金機殼

製造廠商則包括可成、鴻準和華孚

等。本文將針對資通訊機殼分別採

用塑膠材質或金屬材質之技術及產

業趨勢進行分析。

二、 資通訊產品機殼–塑膠材

質

一開始資通訊產品的機殼多是

樸素的黑灰白色系，而率先創造出

彩色外殼的消費需求是來自於夜市

裡的手機換殼市場。惟當時轉印技

術仍不佳，無法在手機或其他資訊
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產品上大量運用。近年來，隨著表面

裝飾技術的日新月異，終於使各式花

樣圖案可以在兼顧成本、良率、產能

和外觀質感等需求下，大量應用於資

通訊產品的塑膠機殼上。

目前IMD(In-Mold Decoration)

為熱門的表面裝飾技術，I M D係指於

射出模具內裝飾的工法，主要應用於

消費性3 C電子產品的機殼及功能性面

板如洗衣機、空調、電鍋等的控制面

板。I M D又可區分為只將油墨轉印至

塑件的IMR(In-Mold Decoration by

R o l l e r，立體成型膜內轉印裝飾)技

術，以及連著印刷塑膠薄膜一起在射

出過程貼覆至塑件上的I M F ( I n - M o l d

Film Decoration，立體成型膜內裝

飾)技術，I M F技術亦有說法將其再細

分出IML(In-Mold Labeling，平面膜

內裝飾)技術。

I M R技術僅在過程中利用印刷塑

膠薄膜將油墨轉印至塑件，之後油墨

層與薄膜分離，最終產品表面沒有一

層透明的保護膜。此法優點為生產速

度快、良率高，缺點則是印刷圖案層

易磨損褪色。另一方面，I M F和I M L的

表面則有一層硬化的透明薄膜，中間

是印刷圖案層，背面是塑膠層，由於

油墨夾在中間，可防止產品表面被刮

花和耐磨擦，並可長期保持顏色的鮮

明不易退色。

三、 資通訊產品機殼–金屬材質

金屬材質的機殼主要應用蝕刻、

雷射雕刻、印刷或是被覆一層帶有印

刷圖案的塑膠膜等方式裝飾其金屬表

面。其中，以蝕刻為最適合在金屬板

件上產生紋飾圖案的量產製程，包括

利用在鋁鎂合金外殼或是不�鋼外殼

皆然。另雷射雕刻因不需製版過程，

可直接透過數位檔案讀取文字或是圖

案，因此適合少量多樣的限量版產

品。此外，也有將圖案印製在P E T或

是P V C膠膜，與金屬板材先行貼合

後，再進行沖壓成型，此種技術多半

應用於家電產品如冰箱或廚具面板

上。

金屬的觸感與光澤可提升產品質

感，其中又以鋁合金因容易加工成

型，最早應用於消費性3 C電子產品的

外殼，數位相機為最大宗之應用。而

鎂合金因具有輕量化、高強度、耐壓

性及散熱效能佳、易於成型等特性，

符合3 C產品輕薄短小之需求，因此業

者大幅採用鎂合金外殼及內構件，主

要應用在筆記型電腦。另外，具有絕

佳拋光效果的不�鋼材，是近年3 C電

子產品展現鏡面效果最佳的應用材

質。此外，稀少金屬材質則提供高質

感與獨特性，例如鈦金屬就多應用在

限量的3C產品。
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四、 資通訊產品機殼產業現況

一般而言，資通訊產品機殼產銷

與下游應用之資通訊產業景氣息息相

關。依據資策會預估，2 0 0 8年全球桌

上型電腦、筆記型電腦、伺服器、手

機出貨量分別為1 . 4 5億台、1 . 2億

台、9 2 7萬台、1 2 . 1億台，年成長率

分別為2 . 6 %、2 3 . 1 %、6 . 1 %、7 . 4 6 %，

資通訊產業業況不差，帶動機殼業順

勢成長。然而，資通訊產品的塑膠機

殼主要塑化原料為A B S、P S、P B T等，

亦需要鍍鋅鋼板，2 0 0 8年以來，受到

美元走軟及國際炒作資金等因素影

響，國際原油價格迅速飆升，大幅墊

高石化原料之價格行情，而鍍鋅鋼板

價格亦隨著原物料上漲而水漲船高，

塑膠機殼廠商之利潤空間遭到壓縮。

近年來，資通訊相關產品製造基

地陸續外移，依據經濟部資料顯示，

國內塑膠外殼產銷值呈現逐年滑落，

2 0 0 7年我國塑膠外殼產銷值分別為新

台幣1 7 8 . 7 2億元、新台幣1 7 8 . 7 7億

元，分別較 2 0 0 6年衰退 5 . 9 7 %、

6 . 2 9 %，但2 0 0 8年1 - 4月我國塑膠外殼

產銷值分別為新台幣5 3 . 6 8億元、新

台幣5 4 . 1 7億元，分別較上年同期成

長1 0 . 6 6 %、1 1 . 4 2 %，推估主要原因為

國際油價走高，塑化原料跟漲，墊高

整體產銷值所致。

單位:新台幣億元

近期原油價格趨勢

資料來源：情報贏家2000



2008

37

產．經．資．訊

NO :68

另一方面，各國環保政策陸續實

施，加速資通訊機殼業者採用金屬材

質。歐盟於2 0 0 3年2月公布之廢電機

電子設備指令(Waste Electrical

and Electronics Equipment，

W E E E )，主要為削減電機電子設備廢

棄物的產量，以及建立回收體系並達

成法定之回收率( 5 5 - 7 5 % )，其中以產

品模組化及輕量化最有利於回收處

理，因此鋁鎂合金在輕量化的特性優

勢下成為未來最主要的應用材質。緊

接著，歐盟陸續在2 0 0 6年7月施行危

害物質禁用指令(Restriction of

Hazardous Substances，R o H S )及

2 0 0 7年8月實施能源使用產品生態化

設計指令(Energy-using Products，

E U P )等環保規範，均加速資通訊機殼

採用金屬材質，目前又以鋁鎂合金機

我國塑膠外殼產銷值變化

近期電鍍鋅鋼捲價格趨勢

資料來源：情報贏家2000

資料來源：經濟部．徵信產經研究部整理（2008年7月）

單位：新台幣億元
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近期鋁價格趨勢

資料來源：情報贏家2000

近期鎂價格趨勢

資料來源：情報贏家2000

殼約佔整體資通訊產品機殼四成比例

為最大應用。然而，我國並無豐富礦

藏，鎂、鋁等金屬原料仍需仰賴進

口，且近期鎂鋁價格走揚，不利廠商

生產成本之掌握，但鎂鋁合金在輕量

化與符合環保要求的特性優勢下，仍

是未來機殼的主要發展趨勢。
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五、 結語

整體而言，資通訊產品機殼採用

塑膠材質或金屬材質各具其優勢，且

兩種材料均朝向對方優點邁進，例如

塑膠材質加入各式強化材以提高剛

性，或藉由電鍍方式而達到防制電磁

波的效益，而金屬材質則透過印刷、

蝕刻等方式增加裝飾性，或是利用金

屬射出成型 (Mantel Injection

M o l d i n g，M I M )獲得如同塑膠般優良的

成型性。

目前消費性3 C電子產品市場仍以

採用塑膠機殼為主流，尤其近期在I M R

技術可大幅提升塑膠機殼質感後，塑

膠機殼業者大舉進軍原屬於金屬機殼

較具優勢的中高階消費性3 C電子產品

市場。另外，低價N B的崛起，亦擴展

了塑膠機殼的應用市場，以目前具備

I M R量產實力的機殼廠商如巨騰、鴻海

等，可望成為最大受惠廠商。然而，

鋁鎂合金等金屬機殼，仍具有其環保

優勢，畢竟未來機殼的發展方向，以

能夠兼顧製造、使用、回收各階段的

生態影響為前提，再來則是在成本與

技術的限制下，發揮最大設計能力，

以期獲得消費者青睞。

另一方面，由於經濟社會逐漸走

向M型化，跳脫了金屬或塑膠材質的機

殼，採用特殊材質如皮革、陶瓷等，

甚至鑲嵌水晶、寶石或鑽石等，打造

獨一無二的高單價消費性3 C電子產品

市場亦日漸浮現。而近年興起的新興

生活形態「樂活」（Lifestyles of

Health and Sustainability，

L O H A S），追求反璞歸真的生活，機殼

業者也順勢推出天然木材或是生物塑

膠材質的應用，可預見的是，未來機

殼材質之應用將日趨多元化。

在現今的科技生活中，每個人都

擁有多件3 C電子產品，在各家產品功

能大同小異之下，資通訊產品機殼的

功能將不僅僅是保護內部零件或是提

供結構支撐所需，消費者亦可藉此展

示個人化選擇，傳遞使用者的價值

觀、審美觀等。展望2 0 0 8年，資通訊

產業業況尚屬良好，提供機殼業持續

發展之利基。
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